
半導体業界向け 「 特殊コンパウンド技術 」

To the next level Solutions !!

熱可塑性樹脂成型物の機能性強化で、お悩みごとはありませんか？

皆様が抱える課題を、開発から量産まで伴走型で解決させていただきます！

【問い合わせ先】大日精化工業株式会社合樹・着材第２事業部開発課吉野、吉田（ TEL：03-3662-4168 E-mail：resin2＠daicolor.co.jp）
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● 熱源周辺部品

● 軸受、シール材

● 電気部品、面発熱体

● コネクタ、治具

● 切削材

● テープ部品

● 離型フィルム

● 搬送材

● 試験機器

● 搬送材

● バッテリー周辺部品

● センサー周辺部品

● LED周辺部品

● 放熱部品

● 低誘電損失部品

● アンテナ部品

● ハウジング

● 放熱部品

● アンテナ部品

● 放熱部品

● 低誘電損失部品

● アンテナ部品
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● 保護材料

● 研磨パッド

● 封止材
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